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AMPMODU | AMPMODU Headers

Interne TE-Nummer 5-146871-1

AMPMODU Headers, PCB Mount Header, Vertical, Board-to-
Board, 1 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Breakaway, Gold,
Printed Circuit Board

Auf TE.com ansehen>

Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinder > Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel

PCB-Steckverbindermontagetyp: Stiftleiste firr die Leiterplattenmontage
Montageausrichtung fur Leiterplatte: Vertikal

Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte

Anzahl von Positionen: 1

Raster: 254 mm[.1in]

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste fir die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp Abreil3en

Abdichtbar Nein

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Zeilenanzahl 2
Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll besttckt
Montageausrichtung fur Leiterplatte Vertikal
Anzahl von Positionen 1
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Parallel

Sonstige Eigenschaften
Pfostengrofe .64 mm[.025 in]

Kontaktmerkmale

100 — 200 pin
Oberflache des Beschichtungsmaterials des Matt
Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte
Kontaktform Quadratisch
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5-146871-1

AMPMODU Headers, PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 1 Position, 2.54
mm [.1in] Centerline, Breakaway, Gold, Printed Circuit Board

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der

Leiterplatte

Kontaktmaterial

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts
Kontakttyp

Kontaktnennstrom (max.)
Klemmenmerkmale

Anschlussstift- und Restlange

Verbindungsmethode fur Leiterplatte
Montage und Anschlusstechnik

Gegensteckfiihrung
Arretierung fur Leiterplattenmontage
Montageausrichtung der Leiterplatte

Art der Steckverbindermontage
Gehausemerkmale

Raster
Gehausefarbe

Gehausematerial
Abmessungen

Row-to-Row Spacing

Leiterplattendicke (empfohlen)
Verwendungsbedingungen

Gehausenenntemperatur

Betriebstemperaturbereich
Betrieb/Anwendung

| otververfahrenfunktion

Stromkreis Anwendung
Industriestandards

Zugelassene Standards

UL-Brandschutzklasse
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Nickel

Zinn-Blei

Kupferlegierung
Gold

381 um[15 pin]
Stift

3A

2.92 mm[.115 in]

Durchsteckmontage - Loten

Mit
Ohne
Ohne

Leiterplattenmontage

2.54 mm[.1 in]
Schwarz

Thermoplast, Thermoplast

2.54 mml[.1 in]
1.6 mm[.063 in]
Hoch

-65 - 105 °C[-85 - 221 °F]

Plattenabstand

Signal

CSA LR7189, UL E28476

UL 94V-0
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5-146871-1

AMPMODU Headers, PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 1 Position, 2.54
mm [.1in] Centerline, Breakaway, Gold, Printed Circuit Board

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 25000

Verpackungsmethode Reel

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uiber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)
Kandidatenliste deklariert bezlglich: JAN
2018 (181)
Enthalt keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)
Kandidatenliste deklariert beztglich: JAN
2018 (181)

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt - Br, Cl, F, | <

900 ppm im homogen Material. AuBerdem
BFR/CFR/PVC-frei.

Lotfahigkeit Pin-in-Paste-tauglich bis 260 °C

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal3 der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
maoglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhénge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezuglich der
REACH Bestimmungen beruht die TE-Information tber SVHC in den Artikeln fir diese Teilenummer noch auf den
,Leitlinien zu den Anforderungen fur Stoffe in Erzeugnissen” (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency
(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils
vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im
Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert fir eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig
auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der
Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0)

ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile
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AMPMODU Headers, PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 1 Position, 2.54
mm [.1in] Centerline, Breakaway, Gold, Printed Circuit Board

TE Teilenummer 87176-2
LOCKING CLIP HSG 2 POS

Auch serienmalBig AMPMODU Headers

Anschlusswannen flr Leiterplatten- Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte Kabel-an-Leiterplatte- Kabel-an-Leiterplatte-
Steckverbinder(1) und -sockel(75) Steckverbinderkontakte(50) Steckverbindersatze und -gehause(3)

‘6

Laschen, Verriegelungen und Leiterplatte-an-Leiterplatte- Montage von Leiterplatten- Stiftwannen fir Pkw, Lkw, Busse und
Arretierungen fur Leiterplatten(2) Steckkontakte und -sockel(5291) Steckverbindern(1) Off-Road-Fahrzeuge(7)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilenummer3-641209-8 TE Teilenummer6-520315-5 TE Teilenummer5-146253-3 TE Teilenummer1-1437664-6
08P MTA156 HDR ASSY FL ST LF TRIOMATE ASY V 15P LDFR 06 MODII HDR DRST B/A .100CL LF NC6-P107-11=NCé ASSEMBLY

TE Teilenummer5-147726-6 TE Teilenummerb66471-1 TE Teilenummer104433-8 TE Teilenummer5-146292-5
07 MODIV VRT SR OUTRIGGER 10AU PIN,.062 DIA,.045 SQ POST,LP 16 MODII HDR DRST B/A W/HD 05 MODII HDR SRST B/A 100 W/HD
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https://www.te.com/deu-de/product-5-146292-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-104433-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-66471-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-5-147726-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1437664-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-5-146253-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-6-520315-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-3-641209-8.html
https://www.te.com/deu-de/plp/automotive-headers-ampmodu-headers/Y30DzX27xj.html
https://www.te.com/deu-de/plp/pcb-connector-mounting-ampmodu-headers/Y30JAX27xj.html
https://www.te.com/deu-de/plp/board-to-board-headers-receptacles-ampmodu-headers/Y30neX27xj.html
https://www.te.com/deu-de/plp/pcb-latches-locks-retainers-ampmodu-headers/Y30JnX27xj.html
https://www.te.com/deu-de/plp/wire-to-board-connector-assemblies-and-housings-ampmodu-headers/Y30oEX27xj.html
https://www.te.com/deu-de/plp/wire-to-board-connector-contacts-ampmodu-headers/Y30dgX27xj.html
https://www.te.com/deu-de/plp/wire-to-board-headers-receptacles-ampmodu-headers/Y30oJX27xj.html
https://www.te.com/deu-de/plp/pcb-connector-shrouds-ampmodu-headers/Y30JBX27xj.html
https://www.te.com/deu-de/product-87176-2.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X27xj.html
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AMPMODU Headers, PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 1 Position, 2.54
mm [.1in] Centerline, Breakaway, Gold, Printed Circuit Board

TE Teilenummer796694-7 TE Teilenummer796694-8
7 POS TERMI-BLOK HDR DIR. POL. 8 POS TERMI-BLOK HDR DIR. POL.
Dokumente

Produktzeichnungen
B/A REELED DRST HDR ASSY 30 LF

Englisch

Datenblatter/ Katalogseiten
AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTIONS

Englisch
1-1773720-9_AMPMODU_MOD_IV_V_QRG

Englisch
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https://www.te.com/deu-de/product-796694-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-796694-7.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F146871%7FB%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_146871_B_146871_c.dwg.pdf%7F5-146871-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1307819_SECTION_5%7F0908%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1307819_SECTION_5_0908.pdf%7F5-146871-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773720-9_AMPMODU_MOD_IV_V_QRG%7F1013%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773720-9_AMPMODU_MOD_IV_V_QRG_1013_1-1773720-9_AMPMODU_MOD_IV_V_QRG.pdf%7F5-146871-1

